
Sistema Ag-Cu-Sn 

Atribuí códigos às reações invariantes ternárias (maiúsculas) e binárias (minúsculas). Os acréscimos em 

vermelho nos binários são meus. 

 

 

 
Fig. 3 - Calhas, fora de escala (Neiva). As reações P1 e P2, e também 

U1 e U2, foram representadas mais separadas do que no diagrama 

correto. 
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Figura 6 – Diagrama de Scheil (Neiva). As linhas em vermelho indicam campos com três sólidos. Nem todos seguem 

assim até a temperatura ambiente, pois algumas destas fases sólidas são estáveis apenas em temperaturas elevadas.  

Por exemplo, ,  e Cu10Sn3 (v. Figura 5). Não temos como ver isso na Figura 1. 
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Figura 7 – Campos com três sólidos gerados pelas reações invariantes listadas. Nem todos seguem assim até a 

temperatura ambiente, pois algumas destas fases sólidas são estáveis apenas em temperaturas elevadas.  Por 

exemplo, ,  e Cu10Sn3 (v. Figura 5). A reação E1 não foi representada, pois ela é estranha. 
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